
 

LED 使用过程中辐射损失分析  
常用的单片机系统 RAM 测试方法 LED 被称为第四代照明光源或绿色光源，具有节能、

环保、寿命长、体积小等特点，可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明

和城市夜景等领域。近年来，世界上一些经济发达国家围绕 LED 的研制展开了激烈的技术竞

赛。 

  出光率决定 LED光源应用程度 

  LED 灯具与传统灯具有完全不同的结构，而且结构对发挥其特性有着关健作用，现

代 LED 灯具主要由 LED 光源、光学系统、驱动性器、散热器、标准灯具接口等五部分组成。 

  德国量一的芯片内通过在硅胶中掺入纳米荧光粉可使折射率提高到 1.8 以上，降低

光散射，提高 LED 出光效率并有效改善了光色质量。通常荧光粉尺寸在 1um 以上折射率大

于或等于 1.85，而硅胶折射率一般为 1.5 左右，由于两者同折射率的不匹配以及荧光粉颗粒

尺寸远大于光散射极限(30 nm)，因而荧光粉颗粒表面存在光散射，降低了出光率。 

  目前白光 LED 主要通过三种形式实现： 

  1、采用红、绿、蓝三色 LED 组合发光即多芯片白光 LED; 

  2、采用蓝光 LED 芯片和$荧光粉，由蓝光和黄光两色互补得到白光或用蓝光 LED

芯片配合红色和绿色荧光粉，由芯片发出的蓝光、荧光粉发出的红光和绿光三色混合获得白

光; 

  3、利用紫外 LED 芯片发出的近紫外激发三基色荧光粉得到白光。 

  目前应用广泛的是第二种方式，采用蓝光 LED 芯片和$荧光粉，互补得到白光。因

此，此种芯片提高 LED 的流明效率，决定于蓝光芯片的初始光通量及光维持率。 

  而蓝光 LED 芯片的初始光通量是随着外延及衬底技术发展而提升的。光通维持率则

光通过封装技术进行保持的，保持光通维持率的关键在于改善导电及散热内环境，这就涉及

到 LED 封装的关键技术：低热阻封装工艺和高取光率封装结构与工艺。 

  就目前来讲，现有 LED 光效水平，由于输入电能的 80%转化为热量，因此芯片散热

热量十分关键。LED 封装热阻主要包括材料内部热阻和界面热阻。散热基极的作用主要是吸

收芯片产生的热量，并传导到热阻上，实现与外界的热交换;而减少界面和界面接触热阻，

增强散热也是关键，因此芯片和散热基极的热界面材料选择十分重要，目前采用低温或共晶

焊膏或银胶。德国量一照明使用的 LED 芯片内使用的导热胶是内掺纳米颗粒的导热胶，有效

提高了界面传热，减少了界面热阻，加速了 LED 芯片的散热。 

  在 LED 使用过程中，辐射复合产生的光子在向外发射时产生的损失，主要有三个方

面： 

  1、芯片内部结构缺陷以及材料的吸收，光子在出射界面由于折射率差引起的反射

损失; 

  2、由于入射角大于全反射临界角而引出的全反射损失; 

  3、通过在芯片表面覆盖一层折射率相对较高的透明胶层有效减少光子在界面的损

失，提高了取光率。 

  因此要求其有透光率高，折射率高，热稳定性好，流动性好，易于喷涂，同是为提

高 LED 封装的可靠性它要求具有低吸湿性，低应力耐老化等特性。而且通常白光 LED 还需要

芯片所发的蓝光激发$荧光粉合成发光，在封装胶内还需加入$荧光粉进行配比混色，因此荧

光粉的激发效率和转换效率是高光效的关键。 

 



 

 


